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3 /35前言

为什么要分析测试数据？

大家常用的数据分析工具有哪些？

你愿意花多少时间在分析测试数据上？效果如何？

如何合理利用工具，进行快速有效的数据分析？
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CPK，制程能力指数，是某个工程或制程水准的量化。

STDEV，标准偏差，反映数值相对于平均值(mean) 的离散程度

A++ 级 CPK ≥ 2.0 特优 可以考虑成本的降低

A+ 级 2.0 ＞ CPK ≥ 1.67 优 应当保持

A 级 1.67 ＞ CPK ≥ 1.33 良 能力良好状态稳定，应尽力提升为A+
B 级 1.33 ＞ CPK ≥ 1.0 一般 状态一般，制程因素稍有不良的危险
C 级 1.0 ＞ CPK ≥ 0.67 差 制程不良较多，必须提升能力
D 级 0.67 ＞ CPK 不可接受 能力太差，应考虑重新整改设计制程

CPK 评级标准

CPK = MIN(CPU, CPL)
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Test Name IN_OS POK_OS VCC_OS EN_OS FB_OS OUT_OS
Test Number 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Lower Limit -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Upper Limit -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Units V V V V V V
Site # Serial # Bin XCoord YCoord

1 1 8 -49 -40 -0.4386 -0.4419 -0.4318 -0.4303 -0.4291 -0.4394
1 2 17 -49 -40 -0.4391 -0.4418 -0.4318 -0.4302 -0.4291 -0.4391
1 3 1 -48 -40 -0.4371 -0.4396 -0.4305 -0.429 -0.4281 -0.4376
1 4 1 -47 -40 -0.4355 -0.4389 -0.4296 -0.4274 -0.4269 -0.4367
1 5 1 -46 -40 -0.4346 -0.4377 -0.4284 -0.4271 -0.4266 -0.4357
1 6 1 -45 -40 -0.4342 -0.4371 -0.428 -0.4264 -0.4262 -0.4354
1 7 1 -44 -40 -0.4339 -0.4375 -0.4286 -0.427 -0.4264 -0.4349
1 8 1 -43 -40 -0.4335 -0.4374 -0.4276 -0.4263 -0.4263 -0.4347
1 9 1 -42 -40 -0.4338 -0.4372 -0.4288 -0.4267 -0.4264 -0.4349
1 10 1 -41 -40 -0.4336 -0.4375 -0.4283 -0.4264 -0.4266 -0.4349
1 11 1 -40 -40 -0.4339 -0.4375 -0.4283 -0.4271 -0.4265 -0.4349
1 12 1 -39 -40 -0.4335 -0.4374 -0.4283 -0.4264 -0.4257 -0.4346
1 13 1 -38 -40 -0.433 -0.4372 -0.4278 -0.4257 -0.4247 -0.4341
1 14 1 -37 -40 -0.4319 -0.4364 -0.4268 -0.4253 -0.424 -0.4328
1 15 1 -36 -40 -0.432 -0.4353 -0.4267 -0.4249 -0.4256 -0.4335
1 16 1 -35 -40 -0.4326 -0.4362 -0.427 -0.4251 -0.425 -0.4339
1 17 1 -34 -40 -0.4329 -0.4361 -0.427 -0.4253 -0.4255 -0.4343
1 18 1 -33 -40 -0.4334 -0.4371 -0.4282 -0.4262 -0.4267 -0.4349
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初测数据 复测数据
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离群值(outlier)是指在数据中有一个或几个值与其他数值相比差异较大。

四分位数（Quartile），即统计学中，把所有数值由小到大排列，并分成四等

份，处于三个分割点位置的数值就是四分位数。

第一四分位数 (Q1)，等于该样本中所有数值由小到大排列后第25%的数字。
第二四分位数 (Q2)，等于该样本中所有数值由小到大排列后第50%的数字。
第三四分位数 (Q3)，等于该样本中所有数值由小到大排列后第75%的数字。
Inter Quartile Range, IQR = Q3 – Q1，称为四分位距。

极限离群值是任何值3倍大于剩下所有的值的IQR。



19 /35多工位测试项

Robust Data
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说明：Trimming 之前的 I_limit 测试数据，未发现明显异常。
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（去除离群值，使图形更加清楚。）

（从右图中可以看到数据分布有明显异常。）（从曲线分布图上看，异常不明显。）
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（Trimming 有异常） （另一种 Trimming 异常）
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（Trimming正常的图形）
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（已经去除离群值）



27 /35G R & R

指测量系统的重复性和再现性。

Gauge Repeatability and Reproducibility

目的：分析测量系统的变差，使测量
系统处于受控状态，以确保测量系统
所测得的数据有效可靠。

G R & R

%GR&R < 10% 测试系统很好。

10% < %GR&R < 25%
测试系统可以接受，视被测量参数的重要程度和
成本等因素决定是否改善。

25% < %GR&R 测试系统需要改进。

 G R&R 评判标准
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去离群值前：

去离群值后：
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更多详细内容，请关注半导体人自己的博客——《看我哒》！

感谢:

专业IC测试网 —— www.ictest8.com
集成电路技术分享博客 —— www.KanWoDa.com
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去离群值前：

去离群值后：
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